证券代码：605358                                             证券简称：立昂微
                                   
杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                              编号：2026-010
	投资者关系活动类别
	●特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □新闻发布会         
□现场参观	          □业绩说明会
□其他        

	时间
	[bookmark: OLE_LINK4]2026年8月13号 15:00-16:00 国金证券、集元资产、涌乐投资、康曼德资产、明毅基金、金之灏基金、华能信托、敦和资产、友邦保险、广发资管、盛宇投资、赤钥投资、南土资产、永安国富、双安资产
2026年8月13号 16:30-17:30 淳厚基金、麦高证券
2026年8月18号 15:30-16:30 银华基金、中邮证券

	上市公司接待人员姓名
	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云

	投资者关系活动记录
	董事会秘书吴能云就公司的主营业务、竞争优势、产业应用、未来发展规划等向与会投资者做了详细的介绍。
公司投资者交流的主要问题回复内容如下：
1. 问：公司2026年半年度报告实现扭亏为盈，业绩改善主要由哪些因素驱动？
答：公司2026年半年度报告实现扭亏为盈，核心受益于半导体行业周期回暖，叠加 AI 算力需求拉动重掺硅片订单持续增长。一方面高端12英寸重掺硅片出货规模提升、产能利用率上行，规模效应持续释放；另一方面公司持续优化产品结构，加大高附加值产品交付占比，叠加内部降本增效推进，业务毛利率显著修复，推动本期经营业绩实现由亏转盈。

2. 问：近期有同行加大 12 英寸重掺硅片产能投入，贵公司如何看待后续行业竞争格局？
[bookmark: _GoBack]答：重掺硅片壁垒集中在精准掺杂控制、低电阻率均匀性、外延工艺稳定性、良率管控以及长期客户认证周期。公司较早布局12英寸重掺硅片，拥有领先的技术、成熟量产经验与稳定的客户资源，后续公司将一方面持续推进产能建设，保障交付能力；另一方面持续迭代高端重掺外延产品，丰富产品矩阵；同时深化与下游功率器件、BCD工艺晶圆厂深度合作，构建客户壁垒。



